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(57)摘要

本发明公开了通孔填孔在5G光模块热管理

上的应用，包括以下步骤：对线路板进行覆铜板、

下料、刷洗、干燥、网印线路抗蚀刻图形、固化检

查修板、蚀刻铜、去抗蚀材料、干燥、网印阻焊、UV

固化加工；然后对线路板进行通孔填孔，将电镀

填通孔技术应用在5G光模块PCB上，本发明通过

在光模块PCB的设计流程上引入通孔填孔技术，

使得光模块PCB从上表面到下表面形成贯穿的铜

导热路径，快速高效地将光模块芯片上的热量传

导并散发到环境中，从而降低光模块收发激光器

的工作温度，改善光色散和波长漂移，相对于传

统的埋铜块与塞铜浆技术而言，极大的提高了导

热系数，同时利于加工，并且可大量生产，从而极

大的提升了5G光模块PCB的信赖性。
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1.通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，其特征在于，包括以下步骤：

S1、对线路板进行覆铜板、下料、刷洗、干燥、网印线路抗蚀刻图形、固化检查修板、蚀刻

铜、去抗蚀材料、干燥、网印阻焊、UV固化加工；

S2、然后对线路板进行通孔填孔，将电镀填通孔技术应用在5G光模块PCB上，从上表面

到下表面形成贯穿的铜导热路径；

S3、接着对线路板进行预热冲孔及外形加工、电气测试、刷洗、干燥、预涂阻焊防氧化剂

加工；

S4、对线路板进行检验包装，然后成品出厂。

2.根据权利要求1所述的通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，其特征在于，所述步骤

S1中对线路板进行覆铜板可根据实际需求对线路板进行单面或者双面覆铜板。

3.根据权利要求1所述的通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，其特征在于，所述步骤

S1蚀刻铜中，先加光化学法或金属丝网漏印法或电镀法在覆铜箔板的铜表层上，将必须的

电源电路图形迁移上来，这种图形都由必须的抗蚀原材料所构成。

4.根据权利要求1所述的通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，其特征在于，所述步骤

S1去抗蚀材料中使用有机化学浸蚀的方式，将多余的一部分电源电路图形蚀刻掉，留下所

有必须的电源电路图形即可。

5.根据权利要求1所述的通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，其特征在于，所述步骤

S1中网印阻焊先对线路进行图形网印阻焊，再网印字符标记图形。

6.根据权利要求1所述的通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，其特征在于，所述步骤

S3中预热冲孔采用PE冲孔机进行操作。

7.根据权利要求1所述的通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，其特征在于，所述步骤

S3中电气测试是对线路板进行开路或者短路测试。

8.根据权利要求1所述的通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，其特征在于，所述步骤

S3中阻焊防氧化剂由二甲基酮肟、大豆油、叔丁醇和液体石蜡组成。
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通孔填孔在5G光模块热管理上的应用

技术领域

[0001] 本发明属于光模块领域，具体为通孔填孔在5G光模块热管理上的应用。

背景技术

[0002] 现有的光模块PCB由于接口的限制，板厚都在1.0mm，5G光模块由于大的数据传输，

功率较大，散热处理效果直接影响到光模块收发激光器的信号处理，现有埋铜块PCB散热技

术和通孔填孔技术本身都是基于铜的高导热系数特点进行的，而光模块PCB的尺寸很小，埋

铜块尺寸相对于PCB本身更小，铜块尺寸在5-10mm大小，不利于加工，且在多次热应力和长

时间较大温度范围下工作，信赖性会变差，而如果采用塞铜浆的方式，铜浆由于绝大部分成

分为树脂，导热系数只有8-10w/m·k，相对纯铜400-480w/m·k要低很多，其导热性能远不

及纯铜，因此需要一种新的技术来解决PCB散热问题。

发明内容：

[0003] 本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供通孔填孔在5G光模块热管理上的

应用，解决了背景技术中提到的问题。

[0004] 为了解决上述问题，本发明提供了一种技术方案：

[0005] 通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，包括以下步骤：

[0006] S1、对线路板进行覆铜板、下料、刷洗、干燥、网印线路抗蚀刻图形、固化检查修板、

蚀刻铜、去抗蚀材料、干燥、网印阻焊、UV固化加工；

[0007] S2、然后对线路板进行通孔填孔，将电镀填通孔技术应用在5G光模块PCB上，从上

表面到下表面形成贯穿的铜导热路径；

[0008] S3、接着对线路板进行预热冲孔及外形加工、电气测试、刷洗、干燥、预涂阻焊防氧

化剂加工；

[0009] S4、对线路板进行检验包装，然后成品出厂。

[0010] 作为优选，所述步骤S1中对线路板进行覆铜板可根据实际需求对线路板进行单面

或者双面覆铜板。

[0011] 作为优选，所述步骤S1蚀刻铜中，先加光化学法或金属丝网漏印法或电镀法在覆

铜箔板的铜表层上，将必须的电源电路图形迁移上来，这种图形都由必须的抗蚀原材料所

构成。

[0012] 作为优选，所述步骤S1去抗蚀材料中使用有机化学浸蚀的方式，将多余的一部分

电源电路图形蚀刻掉，留下所有必须的电源电路图形即可。

[0013] 作为优选，所述步骤S1中网印阻焊先对线路进行图形网印阻焊，再网印字符标记

图形。

[0014] 作为优选，所述步骤S3中预热冲孔采用PE冲孔机进行操作。

[0015] 作为优选，所述步骤S3中电气测试是对线路板进行开路或者短路测试。

[0016] 作为优选，所述步骤S3中阻焊防氧化剂由二甲基酮肟、大豆油、叔丁醇和液体石蜡
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组成。

[0017] 本发明的有益效果是：本发明通过在光模块PCB的设计流程上引入通孔填孔技术，

使得光模块PCB从上表面到下表面形成贯穿的铜导热路径，快速高效地将光模块芯片上的

热量传导并散发到环境中，从而降低光模块收发激光器的工作温度，改善光色散和波长漂

移，相对于传统的埋铜块与塞铜浆技术而言，极大的提高了导热系数，同时利于加工，并且

可大量生产，从而极大的提升了5G光模块PCB的信赖性。

附图说明：

[0018] 为了易于说明，本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0019] 图1是本发明光模块PCB通孔填孔和盲孔填孔示意图；

[0020] 图2是本发明光模块PCB通孔填孔示意图；

[0021] 图3是本发明光模块PCB埋铜块示意图；

[0022] 图4是本发明光模块PCB塞铜浆示意图。

具体实施方式：

[0023] 如图1-4所示，本具体实施方式采用以下技术方案：

[0024] 实施例：

[0025] 通孔填孔在5G光模块热管理上的应用，包括以下步骤：

[0026] S1、对线路板进行覆铜板、下料、刷洗、干燥、网印线路抗蚀刻图形、固化检查修板、

蚀刻铜、去抗蚀材料、干燥、网印阻焊、UV固化加工；

[0027] S2、然后对线路板进行通孔填孔，将电镀填通孔技术应用在5G光模块PCB上，从上

表面到下表面形成贯穿的铜导热路径；

[0028] S3、接着对线路板进行预热冲孔及外形加工、电气测试、刷洗、干燥、预涂阻焊防氧

化剂加工；

[0029] S4、对线路板进行检验包装，然后成品出厂。

[0030] 其中，所述步骤S1中对线路板进行覆铜板可根据实际需求对线路板进行单面或者

双面覆铜板，便于更好的根据实际的情况选择不同的覆铜板方式。

[0031] 其中，所述步骤S1蚀刻铜中，先加光化学法或金属丝网漏印法或电镀法在覆铜箔

板的铜表层上，将必须的电源电路图形迁移上来，这种图形都由必须的抗蚀原材料所构成，

便于更好的对线路板进行蚀刻铜操作。

[0032] 其中，所述步骤S1去抗蚀材料中使用有机化学浸蚀的方式，将多余的一部分电源

电路图形蚀刻掉，留下所有必须的电源电路图形即可，便于更好的对抗蚀材料进行去除。

[0033] 其中，所述步骤S1中网印阻焊先对线路进行图形网印阻焊，再网印字符标记图形，

便于更好的对线路板进行图形、字符与标记网印阻焊。

[0034] 其中，所述步骤S3中预热冲孔采用PE冲孔机进行操作，便于更好的对线路板进行

冲孔操作。

[0035] 其中，所述步骤S3中电气测试是对线路板进行开路或者短路测试，便于更好的对

线路板的工作性能进行测试。

[0036] 其中，所述步骤S3中阻焊防氧化剂由二甲基酮肟、大豆油、叔丁醇和液体石蜡组
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成，便于更好的增加线路板的阻焊防氧化性能。

[0037] 本发明的使用状态为：

[0038] 步骤一、对线路板进行覆铜板、下料、刷洗、干燥、网印线路抗蚀刻图形、固化检查

修板、蚀刻铜、去抗蚀材料、干燥、网印阻焊、UV固化加工；

[0039] 步骤二、然后对线路板进行通孔填孔，将电镀填通孔技术应用在5G光模块PCB上，

从上表面到下表面形成贯穿的铜导热路径；

[0040] 步骤三、接着对线路板进行预热冲孔及外形加工、电气测试、刷洗、干燥、预涂阻焊

防氧化剂加工；

[0041] 步骤四、对线路板进行检验包装，然后成品出厂。

[0042] 光模块PCB由于接口的限制，板厚都在1.0mm，5G光模块由于大的数据传输，功率较

大，散热处理影响到光模块收发激光器的信号处理，通过将电镀填通孔技术应用在5G光模

块PCB上，从上表面到下表面形成贯穿的铜导热路径，快速高效地将光模块芯片上的热量传

导并散发到环境中，从而降低光模块收发激光器的工作温度，改善光色散和波长漂移；而通

孔填孔单纯从技术来看，已经比较成熟，只是成本高，效率偏低所以应用范围不大，但对于

5G光模块这类高附加值的产品，无论采用埋铜块或塞铜浆来解决散热问题，成本均很高，而

且埋铜块存在信赖性问题，在很小的尺寸上操作不易加工，而铜浆导热率远不及纯铜，所以

综合考虑，通孔填孔优势较大。

[0043] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点，本行业的技术

人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本

发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变

化和改进都落入要求保护的本发明范围内，本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其

等效物界定。
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图1
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图2
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图3

图4
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